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１．概要（Summary）
インプリント技術は、予め用意した微細かつ立体的

な構造を持つスタンプ（モールド）を加工する材料に

押し付け微細なパターンを転写する技術である。この

技術は、低コスト・ハイスループットの可能性を秘め

ているため、様々な分野の微細加工に応用可能である。

今回、Ni 電鋳装置を使用して、インプリント技術の

モールドを作製した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

精密めっき装置（Ni 電鋳）

【実験方法】

Fig.1 にモールドの作製方法の概要を示す。まず

SiO2付き Si 基板に樹脂を塗布し、フォトリソグラフ

ィーにより樹脂のマスクパターンを形成する。次に

HF エッチングにより SiO2のスクパターンを形成後、

DEEP-RIE を用いて Si 基板を深掘りエッチングする。

上記の作業を再度繰り返すことで、二層構造を形成す

る。最後に Ni 電鋳を行うことで、二層構造の反転版

を形成し、モールドを作製する、

Si

Fig.1 Fabrication process of the mold.

３．結果と考察（Results and Discussion）
走査型電子顕微鏡（SEM）による Fig.1 の 4 までの

観察結果を Fig.2 に示す。

Fig.2 A SEM image of the Si mold.

Fig.2 より、二層構造の形成の成功を確認した。今

後、Ni 電鋳の条件を最適化することで、モールドの

作製を進めていく予定である。
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